
Embedded Wafer Level System Integration
앰코테크놀로지는 WLFO(Wafer Level Fan-Out) 패키지를 세계 최초로 제공하는 
업체 중 하나로, 다기능 통합 시스템 패키지 솔루션을 지원합니다. 해당 패키지는 
싱글/멀티 다이, 수동 소자 및 센서 탑재가능한 WLSiP(Wafer Level System-in-
Package)와 Wafer Level Package-on-Package (PoP)및 face-to-face package 
assembly 방식으로 구현 가능한 3D package stacking solutions (WL3D)를 
포함합니다.

최상의 솔루션을 찾기 위해서는 먼저 고객의 요구사항을 완벽하게 이해해야 
합니다. 앰코는 가장 초기 단계인 칩-패키지-보드 설계부터 고객사 및 파트너와 
협력하여 패키지 솔루션을 개발합니다. 앰코의 Advanced Package 실력은 
인정받고 있으며, 대량 생산에 적용되고 있는 혁신적인 솔루션 포트폴리오를 
보유하고 있습니다. 현재까지 가장 신뢰받고 있는 WLCSP도 이 중 하나입니다.

자체 R&D팀을 보유하여 다양한 애플리케이션을 지원하는 혁신적인 패키지 
및 시스템 솔루션 설계와 개발이 가능하며, 제품을 시장에 출시할 수 있도록 
아이디어 단계부터 지원합니다.

앰코는 웨이퍼 레벨 패키징 분야의 선두 업체로서, 최첨단 300 mm 웨이퍼 
처리 장비와 관련해 세계적 수준의 턴키 솔루션을 제공합니다. 더불어, 앰코는 
지속적으로 최적의 출시 시간, 비용 효율성 및 수율을 제공합니다. 

 
Reliability: Board Level Tests
WLSiP와 WL3D 패키지는 구조 및 구성이 다양하게 구현 가능하여 고객의 요구 
사항을 각 제품에 반영하여 개발 가능하며, 기술력을 바탕으로 신뢰성 있는 
결과를 실현합니다.

WLSiP 와 WL3D
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테스트 세부항목 기준

복잡도가 낮은 WLSiP

보드레벨 온도사이클링 실험 
(Temperature Cycling on 

Board, TCoB)

IPC-9701 Condition TC3 
-40°C/+125°C, 1 사이클/시간

1000x

낙하 실험 JEDEC JESD-22-B111 100 회

복잡도가 높은 WL3D

보드레벨 온도사이클링 실험 
Temperature Cycling on Board 

(TCoB)

IPC-9701 Condition TC3 
-40°C/+125°C, 1 사이클/시간

1000x

낙하 실험 JEDEC JESD-22-B111 30 회

항온항습 전위 평가 
(Temperature Humidity Bias, 

THB)
JEDEC JESD-22-A101 85°C/85% RH/Vcc, 1000 시간

ADVANCED PACKAGING  
SOLUTIONS

	f WLSiP 병렬 멀티 칩 모듈

	f 수동 소자 및 무연 솔더 패키지가 
집적화된 WLSiP

	f WLSiP 구성 범위에 따라 2 x 3 mm2 

(2 components)~33 x 28 mm2 (10 
components) 구현 가능 

	f TPV(Through Package Via)를 사용하여 
WLSiP와 다른 유형의 패키지를 적층 
함으로써 WL3D PoP(Package-on-
Package) 구현 가능

	f WLFO 패키지에 flip chip 패키지를  
F2F 어셈블리로 구현한 3D 집적화

APPLICATIONS

	f 모바일 및 소비자 제품, 베이스밴드 및 
RF/무선, 아날로그, 전력 관리

	f ASIC, MEMS, 센서, 의료, 보안, 암호화 
처리, DC/DC 컨버터, 레이더, 자동차 
전장품을 위한 시스템 솔루션

	f 전기 광학 WLSiP, M2M 통신 및 
사물인터넷(IoT)을 위한 솔루션

	f 보다 많은 애플리케이션 지원을 위한 
기술 플랫폼 확장 진행 중
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Design Features
	f 패키지 크기 : 2 x 3 mm2 - 33 x 28 mm2

	f 패키지 두께 : 0.275 mm (WLSiP – 멀티 칩 
모듈)~1.900 mm (WL3D)

	f 최대 10개 액티브 다이와 50개 수동 소자를 탑재하여 
WLSiP 구현 가능

	f 최소 TPV 피치 : 0.350 mm
	f BGA 피치 : 0.350 mm 까지 축소 가능
	f 최소 다이 간 거리 : 0.100 mm
	f 최소 수동소자-다이 및 수동소자-수동소자 간 거리 : 

0.150 mm
	f 최소 다이 TV 패드 피치 : 0.050 mm 및 opening  

0.045 mm
	f 하단 Cu-RDL 최소 라인/공간 : 0.010 mm/0.010 mm, 

multi-Layer RDL
	f 상단 Cu-RDL 최소 라인/공간 : 0.020 mm/0.020 mm, 

single-layer RDL

WLSiP 와 WL3D
Differentiation 

	f 다이 간 거리를 최소화하여 높은 집적도 구현
	f Multi-layer RDL 및 양면 RDL (WLFO 하단 및 상단)
	f TPV를 사용하여 3차원 적층
	f 소형 폼팩터 (크기 또는 Z 높이에 대한 고객 요구 

사항을 기반으로 최적화)
	f 동일 WLFO 바닥면에 BGA 볼 및 언더필 공정이 적용된 

Flip Chip 구현 가능
	f 여러 액티브 다이 (Si, GaAs, SiGe), 패키지, 수동 소자, 

광학 소자, 센서 및 MEMS 통합 가능

Cross Sections
WLFO 기반의 Embedded Wafer Level System 포트폴리오

WLSiP passives integration WLSiP multi-chip module WL3D face-to-face

WL3D RDL on both sides 
through package vias

WLSiP multi-chip module WL3D Package-on-Package, 
face-to-face, through package vias

Dual die package 
pick & place

WLSiP before molding WLSiP after molding Cross section 
through package vias
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